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1.1 Область применения Данный стандарт является сборником требований к визуальному качеству электронных сборок.
Стандарт не предоставляет критерии для сравнительной оценки.

Данный документ представляет критерии приемки при изготовлении электрических и электронных сборок. Исторически,
стандарты по сборке электроники содержали более полные материалы для изучения принципов и подходов. Для более полного
понимания рекомендаций и требований данного документа рекомендуется его использовать совместно с документами IPC-HDBK-
001, IPC-AJ-820 и IPC J-STD-001.

Критерии данных стандартов не предназначены ни для определения процессов сборки электронных устройств, ни для
подтверждения необходимости ремонта / внесения изменений либо замены продукции клиента. К примеру, наличие критерия
к приклейке компонентов не влечет за собой/не разрешает/не требует использования приклейки, а изображение навитого по
часовой стрелке вывода не влечет за собой/не разрешает/не требует, чтобы все выводы и провода были навиты по часовой
стрелке.

Следует ознакомить пользователей данного стандарта с требованиями документа, а также способами их применения.

Следует сохранять объективные свидетельства, подтверждающие данные знания. При отсутствии возможности вести такие
объективные свидетельства организации следует проводить периодический контроль навыков персонала для надлежащего
определения визуальных критериев приемки.

Стандарт IPC-A-610 включает в себя критерии, выходящие за пределы стандарта IPC J-STD-001 – манипулирование,
механические и другие квалификационные требования. Смежные документы указаны в таблице 1-1.

Стандарт IPC-AJ-820 является вспомогательным документом, который предоставляет информацию о назначении данного
документа и объясняет либо подробно излагает техническое обоснование границ перехода критериев от состояния Желаемый
результат до состояния Дефекта. Дополнительно предоставляется вспомогательная информация для более широкого понимания
процессов, которые связаны с эксплуатационными показателями, но не всегда различимы с помощью методов визуального
контроля.

Таблица 1-1 Сводка смежных документов

Цель документа Spec.# Определение

Стандарт по
конструированию

IPC-2220 (серия)
IPC-7351
IPC-CM-770

Требования к конструкции отражают три уровня сложности (уровни A, B и C), указывающие
на более мелкие размеры, бóльшую плотность установки, большее количество операций при
изготовлении продукции.
Руководства по компонентам и процессу сборки предназначены для оказания помощи в
конструировании печатных плат и сборке, где вопрос конструирования ориентирован на
конструирование контактных площадок для поверхностного монтажа, а вопрос сборки –
на принципах поверхностного монтажа и монтажа в отверстия, которые обычно включены
в процесс конструирования и документацию.

Требования к
печатным платам

IPC-6010 (серия)
IPC-A-600

Требования и документация по приемке жестких, гибко-жестких, гибких и подложек других
типов.

Документы для
конечных
изделий

IPC-D-325 Документация, описывающая особые требования к печатным платам, сконструированных
заказчиком, либо требования к конечным изделиям. Отдельные моменты могут соответствовать
или не соответствовать промышленным стандартам или требованиям к качеству исполнения,
предпочтениям заказчика или требованиям внутренних стандартов.

Стандарты для
конечных
изделий

J-STD-001 Требования к паяным электрическим и электронным сборкам, представляющие собой
минимальные приемлемые характеристики, а также методы оценки (испытаний), частоту
испытаний и возможность применения требований к управлению процессом.

Стандарт
приемки

IPC-A-610 Иллюстрированный поясняющий документ, описывающий разнообразные характеристики
печатной платы и/или сборки в соответствии с минимально приемлемыми характеристиками,
отраженные в стандарте на конечное изделие, и отражающий различные состояния выхода
процесса из-под контроля (индикатор отклонения процесса или дефект), что помогает принять
решение о необходимости корректирующих действий.

Программы
обучения
(необязательны)

Документированные требования к преподаванию, процедуры и техники обучения по внедрению
требований приемки на конечное изделие, стандартов приемки или требований, приведенных в
документации заказчика.

Доработка и
ремонт

IPC-7711/7721 Документация, описывающая методы удаления конформного покрытия, демонтажа и замены
компонентов, восстановления защитной паяльной маски, модификации / восстановления
материала платы, проводников и сквозных металлизированных отверстий.
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